采购需求及技术规格要求
[bookmark: _GoBack]1、货物需求一览表

	序号
	部件名称
	数量
	交货期

	1
	TF1-8_CLB
	1
	签订合同后3个月

	2
	TF9-16_CLB
	1
	签订合同后4个月

	3
	PF4-7_CLB
	1
	签订合同后5个月

	4
	CC_CLB
	1
	签订合同后5.5个月

	5
	CS6-10_CLB
	1
	签订合同后6个月

	6
	PF1-3&CS5_CLB
	1
	签订合同后7个月

	7
	CS1-4_CLB
	1
	签订合同后8个月
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2、工程技术要求
2.1、设备的主要用途及功能
BEST FEEDER馈线系统主要为BEST超导磁体提供电源、诊断，是保证整个BEST磁体系统能正常运行的生命线，其中电流引线罐（CLB）作为馈线系统中重要的组成部件，高温超导电流引线和部分低温管路安装在罐体上，是磁体馈线系统提供电能，冷却介质和高真空腔体结构的重要组成部分，其安装在馈线系统的最远端，和过渡馈线（CFT），内馈线（ICF）一起组成整个BEST馈线系统，合计共4种类型（其中TF1-8_CLB /TF9-16_CLB /PF4-7_CLB /PF1-3&CS5_CLB相同，统一属于TF&PF&CS_CLB系列），总数7套，分别布置位于BEST安装建筑物的B2和L2层。
2.3、 工作条件
BEST FEEDER CLB正常低温工况下，CLB整体真空度要求≤1.0x10-3 Pa，整体漏率：<1.0x10-7 Pa.m3/s。安装的各类低温阀门，温度计和流量计等应测试无异常，以便满足低温工况，以及在失超异常条件下产生的低温气体能通过失超阀和各类安全阀门进行泄放回收；内部高压超导部件的绝缘部件及其绝缘处理等级应满足图纸设计要求；对应的接地保护应满足甲方提供的接地方案要求。
2.4、 技术性能指标要求
BEST FEEDER 电流引线罐（CLB）内部部件制造及总装要求严格遵照规定的质量程序与技术规范执行，各零部件加工达到图纸尺寸公差与技术要求；所有氩弧焊、钎焊、锡焊与无损检测依据文件图纸相关标准执行，达到图纸质量等级；组件达到图纸的形位公差要求。电流引线罐（CLB）总装集成包含关键部件：真空外壳体，80K冷屏，高温超导电流引线，内部超导母线（包括超导接头）制造，内部各类支撑，内部低温管路系统，双接头搭接及其绝缘，各类低温阀门（包括低温流量控制阀，安全泄放阀，低温安全阀和爆破膜等），流量计，流量计，压力及其信号采集系统等。
· CLB内部超导缆及其端部接头要求：
1） 零部件制造达到尺寸、精度与表面要求，部件组装达到形位公差要求，所有接头盒在预装后位置度公差＜5mm；
2） 超导接头工艺选择反电解去镍镀银，接头内部铟焊工艺，过程中使用的助焊剂需满足无卤族元素要求，具体工艺由项目组提供，中标方需要提供足够的专职人员进行此类特殊工艺；超导接头压力下焊接，氩弧焊焊缝与钎焊焊缝满足30bar压力下漏率低于1x10-9Pa.m3/s；
3） 严格依据绝缘操作规程进行，绝缘固化后无明显气孔与裂纹，绝缘组件应能达到20kV/MB&8kV/CC直流高压测试条件下电阻不小于500MΩ的要求，具体绝缘性能要求按照招标方绝缘测试规程执行；其它未述与具体要求参考图纸（内部电流引线与超导缆超导接头连接的绝缘处理要求同样如此）。
· 内部各类支撑要求：
1) 内部各类支撑加工要求达到尺寸、精度与表面要求，部件组装达到形位公差要求；
2) 具体焊缝需要严格按照设计要求，所有设计的对接全焊透焊缝必须严格执行完整100%体积检测，条件不具备的焊缝必须使用模拟真实空间的全尺寸焊接PPS；其它未述与具体要求参考图纸。
· 冷馈线管路要求：
1) 零部件制造达到尺寸、精度与表面要求，部件组装达到形位公差要求；
2) 所有冷却管管路焊缝必须是对接全焊透设计，所有焊缝必须严格执行100%全尺寸检测且按照ISO 5817B级验收，并满足30bar压力下漏率低于1x10-9Pa.m3/s；其它未述与具体要求参考图纸。
· 内部多层绝热的包绕：
主要包括80K冷屏和内部部分低温管路的外表面包绕处理（甲方提供冷屏多层绝热材料，其余部分不提供（如低温管路））。
· 我方提供部件的集成要求：
如电流引线，外真空壳体，冷屏，低温阀门，安全阀，多层绝热材料，各类传感器等，需严格按照产品说明书和相应的图纸要求进行集成安装。
· 总体集成要求：
1) 需提供CLB总装在常温条件下真空状态和非真空状态下外形尺寸检测的报告（可依据真空外表面自带的靶标座测量）；
2) CLB总装转运后尺寸、精度，不得发生变化，需制造运输防护工装，设计制造的运输工装要求对总装有防护功能且方便拆卸。
3) 应自备常温检漏工装（密封法兰，密封圈等），并在室温下整体进行抽真空、打压（内部低温管路）氦质谱检漏，尤其是针对氦管道焊缝，往CLB中安装前的预制管道上的焊缝，先进行3次80K的冷热冲击之后，然后进行无损检测（射线或超声，渗透，然后是3MPa的氦正压检漏），CLB内部现场安装时产生的管道焊缝，如：与阀门连接时的焊缝，先进行无损检测（射线或超声，渗透），然后是3MPa的氦正压检漏。
4) 装配完成后罐体整体漏率小于1×10-7Pa.m3/s。所有管道、氦密封边界、真空边界的焊接单点漏率小于1×10-9Pa.m3/s，真空度≤1x10-3 Pa，并出具检漏报告。

